
平成22年度登録　全2件

設定登録番号設定登録年月日
名称 住所 名称 構造 技術 機能 説明

9154 平成23年2月7日 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江３丁目４番１号 ＩＳＩＳ－Ｖ１６ ＭＯＳ その他 その他

（イ）素子の断面構造は以下の特徴を持
つ。表面側からみて約１０μｍのｎ型エ
ピ層と、２０μｍ以上の厚さのｐ型エピ層
の２重エピ層からなる裏面照射撮像素
子。（以下略）

9155 平成23年2月16日 シャープ株式会社 大阪市阿倍野区長池町２２番２２号 ＬＲ３５９Ｂ１ ＭＯＳ ＣＭＯＳ
マイクロコ
ンピュータ

ＣＭＯＳ１チップマイコン（ＡＲＭプロセッ
サコアとＴｅａｋＤＳＰコアを搭載）

登録名義人 登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称、分類（構造･技術・機能）及び説明
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